
Kondensator
Plasmareinigung bei der Kondensatorenherstellung

Bild 2
Verschlossener Kondensator

Bild 1
Kondensator - Rohmaterial
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Wünschen Sie weitere Informationen, schreiben Sie uns oder rufen Sie uns einfach an.

A n w e n d u n g
Kondensatoren bestehen aus einer (z.B. mit Aluminium oder 
Zink) metallisierten Polymerfolie, welche aufgewickelt und in 
die endgültige Form gepresst wird (Bild 1). Anschließend 
werden auf der Stirnseite durch Aufschmelzen von Alu-
miniumpulver Drähte fixiert und der Kondensator mit einer 
Kunststoffkappe verschlossen (Bild 2). Die Haftung des Alu-
miniumpulvers wird durch Verunreinigungen beeinträchtigt. 
Durch den Einsatz eines Plasmaprozesses werden diese 
entfernt und das Haftungsproblem beseitigt.

P l a s m a p r o z e s s
Die Verunreinigungen auf der Oberfläche sind organischer 
Natur, so dass die Kondensator-Rohmaterialien mit einem 
Sauerstoff-Plasmaprozess gereinigt werden können. Da die 
Materialien sehr klein sind und große Mengen verarbeitet 
werden, findet die Reinigung in einer Drehtrommel statt. 
Zugute kommt der Reinigung, dass mit Gasen gearbeitet 
wird. Die Zwischenräume in der Schüttung genügen, um das 
Prozessgas die zu reinigende Fläche erreichen zu lassen. Der 
Vorteil der hierbei eingesetzten Mikrowellentechnologie 
liegt im Verzicht auf Elektroden, durch welchen eine thermi-
sche Beschädigung der Bauteile vermieden wird. Der 
gesamte Reinigungsprozess findet bei Raumtemperatur 
statt. Die Reinigung erfolgt sehr schnell mit einer Zykluszeit 
von 15 min. Schädliche oder umweltrelevante Abgase 
entstehen bei der Reinigung nicht. Die anhaftenden 
Kohlenwasserstoffe werden zu Kohlendioxid (CO ) und 2

Wasser abgebaut. Die hierbei stattfindende Aktivierung der 
gereinigten Oberfläche führt zu einer zusätzlichen 
Haftungssteigerung. Als Ergebnis der Reinigung wird der 
Ausschuss bei der Produktion bei einer gleichzeitigen 
Steigerung der Produktqualität auf weit unter 0,1 % redu-
ziert.

A n l a g e n t e c h n i k
Die für diese Anwendung konzipierte Anlage V138-G-Auto (weitergehende Informationen auf unserer 
Internetseite) arbeitet vollautomatisch. In einem offenen Korb werden 5000 bis 8000 Bauteile (die 
Gesamtzahl ist abhängig von der jeweiligen Größe der Bauteile) über ein Förderband zur Anlage trans-
portiert. Anschließend wird der Korb mittels einer speziellen Vorrichtung in der Anlage verschlossen und 
während des Plasmaprozesses gedreht. Dies garantiert eine homogene Behandlung. Die 
Rotationsdauer ist dabei so gewählt, dass keine Schäden am Behandlungsgut auftreten können. Nach 
Beendigung des Reinigungsprozesses wird der dann wieder offene Korb zum nächsten Verarbeitungs-
schritt transportiert.
Neben den verschiedenen Größen werden auch sechs verschiedene Qualitäten verarbeitet. Um eine 
Vermischung der Bauteile zu verhindern, werden die Toleranzen der Schließvorrichtung extrem gering 
gewählt, so dass auch nicht das kleinste Bauteil zurückbleibt. Zusätzlich sind für eine eindeutige 
Zuordnung der Chargen alle Körbe mit einem Barcode versehen. Zur Qualitätskontrolle werden diese mit 
allen wichtigen Prozessparametern erfasst und gespeichert.
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Application
The capacitors covered by this report
consist of a metallized (e.g. with aluminium 
or zinc) polymer film which is wound up and 
pressed into the final form (fig. 1).

Then wires are fixed at the front by melting 
aluminium powder and the capacitor is seal-
ed with a synthetic cap (fig. 2). Bond strength
of the aluminium powder is reduced by con-
tamination. It can be removed by a plasma 
process, eliminating the bonding problem.

Plasma process
Provided the surface contamination is
organic, the respective capacitor raw 
materials can be cleaned using an oxygen 
plasma process. To enable processing of 
large amounts of small parts, they are 
treated as bulk good inside a rotary drum. 

The gaps between individual parts of the 
loose material are sufficient for plasma to 
reach the surface to be cleaned. Microwave 
plasma technology needs no electrodes, 
so heat damage of any kind is avoided: 
The entire cleaning process takes place 
at ambient temperature. Cleaning is 
completed rapidly, with a cycle time 
of 15 min.

The cleaning process does not produce any 
harmful exhaust. Hydrocarbons are disinte-
grated and oxidized to carbon dioxide (CO2) 
and water. The additional activation of the 
cleaned surface results in a further increase 
of adherence.

Electrical engineering: quality capacitors
Plasma cleaning of capacitor components

As a result of plasma cleaning, reject rates 
are reduced to far less than 0.1 %, simul-
taneously increasing product quality.

Systems engineering
PINK offers custom designed plasma 
systems for the purpose of cleaning such 
capacitor precursors in a fully automated 
way. Depending on the individual size, 5000
to 8000 components are treated simul-
taneously. 

They are transported to the system on a 
conveyor belt in open baskets. The system 
is equipped with a fitting lid for the baskets. 
Basket plus lid make up the rotary drum 
that continuously rotates in plasma during 
the process. This guarantees homogen-
eous treatment.

On completion of the cleaning process, the 
basket is transported to the next processing 
stage. In addition to different component 
sizes, different component quality levels 
may also be treated. To avoid a mixture of 
different components, tolerances of the 
closure equipment are very low, to ensure 
that no components will remain.

Additionally, all baskets have a barcode to 
ensure clear assignment of batches. For 
quality control purposes, they are set and 
saved with all key process parameters.

Application Note

Fig.1: Capacitor components

Fig. 2: Closed  capacitors

Plasma system V138-G
for the treatment of capacitors.


